










































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US8974393 公开(公告)日 2015-03-10

申请号 US13/873342 申请日 2013-04-30

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 CHO KYUNG IL
LEE SEUNG HEUN
KIM BAE HYUNG
KIM YOUNG IL
SONG JONG KEUN

发明人 CHO, KYUNG IL
LEE, SEUNG HEUN
KIM, BAE HYUNG
KIM, YOUNG IL
SONG, JONG KEUN

IPC分类号 A61B8/00 B06B1/02 G01N29/24 G01N29/32 H05K1/02 H05K7/20

CPC分类号 H05K7/20336 G01N29/2406 H05K1/0204 G01N29/326 B06B1/0292 H05K2201/09072 H05K2201/064 
H05K2201/10598

代理机构(译) 萨格鲁MION，PLLC

优先权 1020120045336 2012-04-30 KR

其他公开文献 US20130286593A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种超声波探头，其中释放在与cMUT结合的集成电路中产生的热
量。超声探头包括：换能器，其被配置为产生超声辐射;集成电路，其安
装在换能器的后表面上;印刷电路板，其安装在集成电路的后表面上并且
具有开口，通过该开口，集成电路的后表面至少部分地暴露，散热器具
有插入印刷电路板的开口中的突起并且被配置为吸收集成电路中产生的
热量，散热模块被配置为释放散热器吸收的热量到外面。
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